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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -
Partie 1. Méthode de normalisation pour la spécification
des composants montés en surface (CMS)
AVANT-PROPOS

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial omposée
de l'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de r objet de
favoriger la cooperatlon internationale pour toutes les questions de normé ylnes de
I'électficité et de I'é Iectromque A cet effet, la CEI, entre autres activités ationales.
Leur glaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquelg 5sé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouvernem XNOR htales, en
liaisor) avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI &iroi janisation
Internptionale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées pa € isatipns.

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les qu a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, ités nationaux Intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent soys la for i internationales. lls sopt publiés
commje normes, rapports technigues ou guf Comités nationaux

4) Dans |e but d'encourager l'unification internabi ité i ¥ de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon |transparente, dans toute la mesure possi s internationales de la CEI dans leufs normes
nationfales et régionales. Toute divergencg régionale
corregpondante doit étre indiquée en terme

5) La CH onsabilité
n’est

6) L'atte vent faire
I'objet] nue pour
respo e.

La Nor la CEl:

Techniq

Le texte des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/134/FDIS 91/145/RVD
Le rapport de vote inrliqné dans le tahleau ci-dessus daonne toute information sur le vate ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 1: Standard method for the specification
of surface mounting components (SMDs)

C oD oD
FORLTCVVORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fgr stan i omprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objé i promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the e ic[fields. To
this ephd and in addition to other activities, the IEC publishes Internationa i aration is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee inte i j with may
participate in this preparatory work. International, \ izatiofps liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborateg anization
for Sfandardization (ISO) in accordance with conditions determi the two
organjzations.

2) The f e sible, an
interngtional consensus of opinion on the relevant subjects 'since i i bsentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form oKrecomme i in the form
of stapdards, technical reports or guides and 2 se.

4) In order to promote international unificatio ernational
Stand i eir national and regional stand@rds. Any
diverg ional or regional standard shall pe clearly
indical

5) The IE e for any
equip

6) Attent] e subject
of pate

Internat [Surface

mountin

The tex based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/134/FDIS 91/145/RVD
Full mfcrmat:on A-the—voting—for-the—approvalof-this—standard—eanbefounrad—n—the—report on

voting indicated in

Annex A forms an integral part of this standard.
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INTRODUCTION

Les spécifications relatives aux composants électroniques ont été traditionnellement
développées au sein de chaque famille de composants, en choisissant les essais d’environ-
nement & partir de la CEl 60068 ainsi que d'autres publications CEI et ISO, en reconnaissant
gue tous les composants, une fois installés dans un équipement, doivent satisfaire a certains
critéres.

L'introduction, ainsi que l'utilisation croissante des techniques de montage en surface, sont
telles qu'il est nécessaire aujourd'hui d'étendre les exigences traditionnelles a celles qui sont
induites par le processus d'assemblage.

Quelle d eptibles
d'étre spumis au méme processus de soudage initial (voir le schéma

Le but d mblage.
L'object

La prenjiére étape consiste a définir les conditions du S ne étant
représe

La seconde étape fournit les exigences supp ant de ces conditions de

process

de [aqualité de la CEI l'aptityde d'un
compos lier. Cet objectif ne peut étrp atteint
qu'en d éssus d'assemblage. Cela exige une
classifid i processus d'assemblage particulier.

Il est né

La clasgification des 3 en surface est fondée sur des prpcessus
d'asseniblage selgn le i essys de référence définies dans la présentg norme.
Pour chhque clas i i appropriés sont fournis.

Il 'inco ~ arer qii'un composant donné est un composant pour fontage
en surf ingi ¥, donnée dans la spécification particuliére ainsi|que les
procéd

Les cart ixte, c'est-a-dire les circuits imprimés comportant des compgpsants a
connexi ~ les CMS, exigent une attention particuliére afin de tenir compte de
ces co a connexions traversantes. Il est admis que ces composants soienf] soumis
aux mé@mes._conditiois de processus que les CMS et il convient que les rédacteurs de
spécifications désirant inclure dans les spécifications particuliéres une évaluation de lfaptitude
des composants non montés en surface a supporter des conditions de monfage en surface,
utilisent les classifications et essais de la présente norme.
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INTRODUCTION

Traditionally, specifications for electronic components have been developed within each
component family, with environmental tests being selected from IEC 60068 and other IEC and
ISO publications in an acknowledgement that all components, once in an equipment, satisfy

certain criteria.

The introduction and increasing use of surface mounting techniques make it necessary to
extend the traditional requirements to those arising from the assembly processing.

Irrespective of component family, all components on the same side of a substrate are likely to

be sub

It is the This is
achieve

The firs jroup of
assemb

In the s¢ nditions
are given.

There i and a particular assembly
process|in the IEC quality assessment only be achieved by [defining
appropr|ate tests relevant to the variou his calls for a classifigation of
compon

The cla ccording
to the r ropriate
tests an

It is the to state whether a component is a surface npounting
compon Wwith the
appropr

Mixed t¢ require
additionjp) € bmitted
to the s 3 s conditions as the SMDs, and specifications writers wishing to include in

detail s

assessment of the ability of non-surface mounting compoments to

withstarld surfase mounting conditions should use the classifications and tests of this sfandard.
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TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -

Partie 1. Méthode de normalisation pour la spécification
des composants montés en surface (CMS)

1 Domaine d'application

La prés nditions

2l lors de

Mhatures

riée, au

moyen s soient

classés

La présg Bysteme

CEl qui urface.
2 Réfié

pférence

hale. Au

hormatif

Norme

sibitité d'appliquer les éditions les plus fécentes
. hes membres de la CEIl et de I''SO possgdent le

CEIl 60068-2-20:4979\ Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEl 60(068<2-21:1983, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustdgsse des
sorties etdesdispositifstrefixation

Amendement 2 (1991)

CEl 60068-2-45:1980, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai XA et guide:
Immersion dans les solvants de nettoyage
Amendement 1 (1993)

CEIl 60068-2-58:1989, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Td: Soudabilité,
résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la chaleur de soudage des
composants pour montage en surface (CMS)

CEl 60068-2-69:1995, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Te: Essai de
brasabilité des composants électroniques pour la technologie de montage en surface par la
méthode de la balance de mouillage
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SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 1: Standard method for the specification
of surface mounting components (SMDs)

1 Scope

This International Standard gives a reference set of process conditions—and related test
conditiops to be used when compiling component specifications.

tandard
rate by
assified

The objective is that SMDs of different natures (passive, active),
and to the appropriate component standard, can be assembled and
the use| of a common soldering process. To this end, the cqa

This standard applies to all electronic components cove . RC Syste i [uire an

The foll
constitu

, through reference in this text,
e time of publication, the |editions
ubject to revision, and pdrties to
ncouraged to investigate the pg@ssibility
documents indicated below. Members of

and integral mount/ g tevices
Amendment2 (1991)

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance:
Immersion in cleaning solvents
Amendment 1 (1993)

IEC 60068-2-58:1989, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Td: Solderability, resistance
to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMDs)

IEC 60068-2-69:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Te: Solderability testing of
electronic components for surface mounting technology by the wetting balance method
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CEIl 60191-6:1990, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 6:
Régles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs a
semiconducteurs a montage en surface

CEI 60194:1988, Termes et définitions concernant les circuits imprimés

CEIl 60249-2 (toutes les spécifications), Matériaux de base pour circuits imprimés — Partie 2:
Spécifications

CEIl 60249-2-4:1987, Matériaux de base pour circuits imprimés — Partie 2: Spécifications —
Spécification n° 4: Feuille de tissu de verre époxyde recouverte de cuivre, de qualité courante

CEl 60249 2-5: 1987 Mater/aux de base pour circuits imprimés — Partle 2 SpeCIf/catlons -
Spec:f/ mabilité

X

CEl 60
Emball

CEIl 60
Magasi

CEIl 60
Support

rtie 3:

artie 4:

artie 5:

3 Défiinitions

Pour les e celles

de la ce

NOTE - |
utilise soi

ue la CEI

3.1

adhésif
substan
montage

.| Pour le

3.2
force de
force ok sur les faces latérales du corps du composant etfou des
termina g ant lors de son alignement mécanique dans un équipement de
placemeént. il est tenu compte de la valeur maximale.

3.3
coplanarité

distance en hauteur entre le fil le plus bas et le fil le plus haut, lorsque le composant est sur
son plan de référence

3.4

retrait de mouillage

condition se produisant lorsque l'alliage fondu couvre une surface, puis se retire pour laisser
des monticules de formes irrégulieres d'alliage qui sont séparés par des zones couvertes par
un film mince d'alliage

3.5

dissolution de la métallisation

perte ou enlevement du métal ou du revétement en alliage métallique pendant I'exposition a
l'alliage en fusion


https://iecnorm.com/api/?name=1962e9ca6abedabd43c965905a2a9fe1

61760-1 © IEC:1998 - 13 -

IEC 60191-6:1990, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 6: General
rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device
packages

IEC 60194:1988, Terms and definitions for printed circuits

IEC 60249-2 (all specifications), Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications

IEC 60249-2-4:1987, Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specification
No. 4: Epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet, general purpose grade

IEC 60249-2-5:1987, Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specification
No. 5: Epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability
(vertical burning test)

IEC 60286 (all parts), Packaging of components for automatic handling

IEC 60286-3:1991, Packaging of components for automatic handli rt, 3 c ?ging of
leadlesg components on continuous tapes

IEC 60286-4:1997, Packaging of components for automati {: Stick magazines

for electronic components encapsulated in packages of fo

IEC 60286-5:1995, Packaging of components for autg ayt 5: Matrix trgys

3 Defiinitions

For the|purpose of this International Stagdard 3 i hose of
IEC 61194.

NOTE - "SMD" or

"surface

3.1
adhesiv
a subst
epoxy a

to stick objects together. In surface moupting an
e substrate.

3.2
centerin
dynamid
compon
value is|co

glde faces of the component body and/or the terminatipns of a
anical alignment in a placement equipment. Normally, the maximum

coplanakity
the difference in height between the lowest and highest leads when the component is in its
seating plane

3.4

dewetting

a condition that results when molten solder coats a surface, then recedes, to leave irregularly
shaped mounds of solder that are separated by areas covered with a thin film of solder

3.5
dissolution of metallization
the loss or removal of metal or metal alloy coating during exposure to molten solder
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3.6
attitude d'immersion
positionnement géométrique d'un objet lorsqu'il est immergé dans un bain d'alliage en fusion

3.7

protocole de Montréal

accord signé par les gouvernements nationaux, lors d’'une réunion a Montréal, au Canada, pour
minimiser l'utilisation des produits chimiques dangereux pour la couche d'ozone

3.8

force de préhension
force dyjnamique exercée sur la face supérieure et inférieure du corps dy comyposant|lorsqu'il
est retire de son support de conditionnement (tel que bande ou plateau énérgal)\Wiest tenu
compte [de la valeur maximale.

3.9
force dg placement
force dynamique exercée sur la face supérieure et inférieyre dy % .|Celle-ci
apparaif dans la période entre le premier contact du co 8 pate ou
l'adhésif, etc.) et le moment ou le composant est au rg te de la
valeur maximale.

3.10
plan desiege
surface |sur laquelle un composant est posé

3.11
ménisqye de brasure

contour|d'une forme de brg gt des forces de tension superfigielle se

3.12
brasabil
mesure i eysurface a mouiller avec un alliage en fusion

3.13
résistan . X
aptitude G ésister a la chaleur produite par le procédé de brasage

3.14
substrat
matériald€ base qui constitue la structure de support d'un circuit électronique

3.15

dispositif pour montage en surface

composant électronique concu pour étre monté sur des plots ou des pistes a la surface de
I'impression conductrice d’'un substrat

3.16

mouillage

phénoméne physique d’'un liquide généralement en contact avec un solide a la surface duquel
la tension superficielle du liquide a été réduite de sorte que le liquide coule et établit un étroit
contact avec toute la surface du substrat par une couche trés mince
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3.6
immersi

on attitude

the geometrical positioning of an object when immersed in a solder bath

3.7

Montreal protocol
an agreement signed by governments of nations, at a meeting held in Montreal, Canada, to
minimize the use of ozone-depleting chemicals

3.8
pick-up

force

dynamid force exerted on the component body — generally the top face —

the co
tape or

3.9
placemd
dynamid
the con

ponent body during the pick-up of the component from its pack
ray). Normally, the maximum value is considered.

nt force
force exerted on the component body — generally,
ponent body. This occurs in the period betwe

plane of
such as

plane of
t of the

componEnt with the substrate (or paste or adhesiyé ] orhent at which the

compon

3.10
seating
the surf

3.11

solder mpeniscus

the con
during W

3.12

soIderainity

a quant

3.13
solderin
the abili

3.14

nt has come to rest. Normally, the maximu

plane
hce on which a component rests

our of a solde
etting

e surface tension forces that takl

ative mea

substra
the basi

3.15
surface

mounting device

e place

an electronic component designed for mounting onto pads or tracks on the surface of a

conduct

3.16
wetting

ive pattern of a substrate

a physical phenomenon of liquids, usually in contact with solids, wherein the surface tension of
the liquid has been reduced so that the liquid flows and makes intimate contact in a very thin
layer over the entire substrate surface
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4 Exigences générales

4.1 Contenu des spécifications

Lorsqu’une spécification générique ou une spécification intermédiaire couvre des types de
CMC, il convient qu’elle comporte les exigences données en 4.2 a 4.8 ci-dessous, ainsi que les
essais et exigences correspondants choisis parmi ceux de l'article 7.

4.2 Déclaration de I'aptitude au processus de brasage

Une spécification particuliere ou une spécification intermédiaire relative aux composants
destinég s TCati Tt i posant
selon 6.2.

4.3 Eimballage et marquage de I'emballage

s hobines,
en magpsins chargeurs, sur supports ou en vrac, les spgétificati NOIVE i qgue les

Lorsqu’'on utilise un marquage par code a barres pdgur ; le code
doit étr% le code a barres 39 (MIL-STD-1189A \ doi aucune
ambiguité (en cours d’étude). Le codagendoi ‘

a) fabricant;
b) iden
c) date
d) quantité.

Outre l¢s exigences

comprendre la c@' c

Les spédcifications d ¢ - . indiquer les exigences relatives aux infomations
alphanumeériques O\ Cx i b indiquer les exigences de marquage qui ne compcernent
pas spé Z

posant correspondante, le marquage doit
rface.

4.4 M
Les spéci o)g iventprescrire que le marquage du composant spécifié doit restgr lisible
apres I gcifie\en 7.4.2. Cet essai doit étre effectué aprés l'essai de résistance a la
chaleur

4.5 Stockage
Les composants stockés en I'état de réception et d’emballage doivent rester aptes au brasage

et au processus de montage pendant au moins 12 mois aprés livraison, dans des conditions
atmosphériques normales (voir 5.3.1 de la CEI 60068-1).

Les composants doivent satisfaire aux exigences de brasabilité fournies en 7.2.

4.6 Encombrement des composants

Le composant doit avoir une surface supérieure appropriée facilitant la préhension au moyen
d’'une téte d'aspiration.

La zone prévue pour la préhension ne doit pas présenter d'obstacles aux outils de préhension.
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4 General requirements

4.1 Contents of specifications
When a generic or sectional specification covers SMD types, it should contain requirements as

given in 4.2 to 4.8 below, together with the appropriate tests and requirements selected from
clause 7.

4.2 Declaration of soldering process suitability

A sectional or detail specification for components intended for surface mounting applications
shall stgtethrecompomentctassificatiomaccording to6:2:

4.3 Packaging and packaging marking

Specificiations shall require that, where components for SMD apph
on reel$, in stick magazines, on trays or in bulk, the packa§
IEC 60286 series.

n tapes
Wwith the

Where
39 (MIU
conside

. shall be har code
he componenf (under

a) manpufacturer;

b) com

c) date

d) qua]tity.
|

In addition to the reqpi
include the surface mo

ent spe@t'

hg shall

Compor rmation
and sha

technolq

44 C

Specificiations. & equire that the specified component marking shall remain legilhle after
being s ’specified in 7.4.2. This test shall be carried out after the soldering
heat te e selected category.

relevant’to t

45 Sforage

Components stored in the as-received condition and packaging shall retain solderability and
processability after delivery for a minimum of 12 months in standard atmospheric conditions
(see 5.3.1 of IEC 60068-1).

Components shall meet the solderability requirements given in 7.2.

4.6 Component outline

An appropriate upper component surface area is required to facilitate pick-up using a vacuum
head.

The area provided for pick-up shall be such that there are no obstructions for the pick-up tools.
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Si le composant est congu pour étre collé sur le substrat, la surface inférieure du composant (a
I’exclusion des terminaisons) doit étre capable de retenir I'adhésif appliqué.

Pour les corps de composants qui doivent étre collés, la distance d’isolement entre la surface
inférieure du composant et le plan de siége doit étre spécifiée. La spécification particuliere doit
indiquer la distance d’isolement maximale en fonction de la taille du composant. Cependant, la
distance d’isolement maximale ne doit pas dépasser 0,3 mm.

Ceci s’applique uniquement au type de composant a faible distance d’isolement qui nécessite
un collage par adhésif et non au type a distance d’isolement importante. Pour les types a
distance d’isolement importante, la distance d’isolement maximale peut dépasser 0,3 mm mais
ne doit pas dépasser 0,6 mm

Pour leg dispositifs multibroches destinés au brasage par refusion, la &€p i turfaces
inférieufes de toutes les terminaisons et la distance d’isolement dot é ies{dans la
spécification particuliére conformément a 2.5 de la CEIl 60191-6.

La position des terminaisons doit s’inscrire dans le mode ification
particuligre.
Le modele doit se rapporter aux caractéristiques @ ' 5 dans la

spécification particuliere.

La spégification particuliere pour le a titre
d’'informlation, le coefficient de dilatation ités des
terminajsons du composant, au moins

4.7 Contraintes mécanig

Les composants doive hine de
placemgnt ou la flexio

— forcg de préh OR:

— force de centrag

— forc ;

— cont r7.3.2)

Du fait ¢ i rencontrées pour mesurer ces forces, elles ne sont pas mesurées dans

la pratiq

eCessaires a la commande

4.8 In[ormations

Outre les exigences données dans la spécification de composants correspondante, les
informations nécessaires a la commande doivent comprendre la classification du CMS selon 6.2.
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If the component is intended to be glued to the substrate, the lower surface of the component
(excluding terminations) shall be capable of retaining applied adhesive.

The clearance of component bodies which have to be glued between the lower component
surface and the seating plane shall be specified. The detail specification shall state the
maximum clearance according to the size of the component. The maximum, however, shall not
exceed 0,3 mm.

This applies only to low-stand-off types requiring adhesive gluing and not to high-stand-off
types. For high-stand-off types, the maximum clearance may exceed 0,3 mm but shall not
exceed 0,6 mm.

ower syrfaces of all
cco g to 2.5

For mullipin devices intended for reflow soldering, the coplanarity of th
termina
of IEC 6

The poSs ipn.

The pat sihthedbe given in the detail
specific

The det
thermal
compon

b typical
of the

4.7 Mgpgchanical stress

Components shall withsta or the

bending| of the substrate:

pickiup force:
— centring for

placement force:

beng

ing stress

Due to t suitable

test exig

48 O

In additjopr to’ the Tequirements given in the relevant component specification, the prdering
informatiogvshall include the SMD classification according to 6.2.
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5 Identification des conditions de processus d’assemblage

5.1 Généralités

Les étapes d’'une méthode de production donnée dépendent de la méthode de brasage utilisée.
Un schéma type est fourni a la figure 1.

CMS
et
cartes imprimées

A

Cartes imprimées avec dépbts de
brasure solide (DBS) revétues avec
flux adhésif

Q AN \
Créme a braser \A}k\\é#\)
Placement des acement d lacement des
composants c sant composants
Préséchage Q} Polymérisation
de la créime de I'adhésif

I o\
K

Q rasage p Brasage
efusiQn a la vague

/

Nettoyage
(le cas échéant)

Essais

IEC 1073/98

Figure 1 — Etapes de fabrication

5.2 Placement

Les composants doivent supporter les contraintes données en 4.7.

5.3 Fixation du composant sur le substrat avant brasage

Il est admis de fixer les composants sur le substrat avant le brasage en utilisant soit un adhésif
soit la créme a braser appliquée.
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5 Identification of assembly process conditions

5.1 General

The steps of a production method depend on the soldering method used. A typical flow chart is
given in figure 1.

SMDs and printed
boards

A

Printed boards with solid
solder deposits (SSDs)
coated with flux adhesive

AN\l

Solder paste drkiive

Placing of la 'ng‘ of Q Placing of
components &:o ohents components
Predryi QB Curing of

of paste adhesive

Qu\/< N

R W Wave
soldeni soldering
N,
Cleaning
(if applicable)

Testing

IEC 1073/98
Figure 1 — Manufacturing steps

5.2 Placement

Components shall withstand the stresses given in 4.7.

5.3 Securing the component on the substrate prior to soldering

Components may be secured to the substrate prior to soldering by using either an adhesive or
the applied solder paste.
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La polymérisation de I'adhésif implique un traitement thermique: par exemple, 120 °C pendant
30 min en processus discontinu ou 150 °C pendant 120 s en processus continu.

Les durées et températures de préséchage de la creme a braser dépendent du type de créme
a braser utilisé.

5.4 Méthodes de brasage

Il existe plusieurs méthodes de brasage des composants sur le substrat. La liste des méthodes
énumeérées ci-dessous n’'est pas exhaustive.

5.4.1 Methedesdebrasageparrefusio
a) Refysion en phase vapeur

Le braspge en vapeur saturée est également appelé brasage en pha \ pcessus
est utili$gé comme systéme discontinu (systéme a deux vapeurg vapeur
continu |simple. Les deux systémes peuvent comporter égaleme 3 S sous-
ensembles afin de prévenir les chocs thermiques ainsi que 4

Des exgmples typiques de profils température/temps 4 ndiqués
dans leg figures 2 et 3.

b) Bradage par refusion infrarouge

le sans
rarouge

Dans le| brasage par refusion par rayo
contact |et I'énergie de chauffage du s
direct e{ par convection.

Le taux| de chauffage da ' aN| dépend des coefficients d’absorption des
surface$ de matériaux e iffé S ermiques des composants par rapport a la
surface|des zones acce X a ents infrarouges.

La température S0 9 dans>un four a infrarouge, avec une combinajson de
rayonngments et de s i ol définie. Les mesures de la température peuyent étre
effectué gvan &g d’un produit défini pendant son passage dans le four.

Attentioh:
grande
utilisée |0

Skatu(es de petits composants, brasés en association a des compogants de
peuvent dépasser la température limite de 260 °C, soit la température

Les par iaffectent la température interne du composant sont les suivants:

— duréle-etpuissanee:

— masse du composant;

— taille du composant;

— taille du substrat;

— coefficient d’absorption des surfaces;

— densité d'implantation et effet de masquage;

— spectre de longueur d’'onde de la source de rayonnement;
— rapport de I’énergie de rayonnement et de convection.

Des exemples typiques de profils température/temps de I'ensemble du processus ainsi que les
paramétres d’influence sont donnés dans la figure 4.
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The curing of adhesive involves a temperature treatment: for instance, 120 °C for 30 min in a
batch process, or 150 °C for 120 s in a continuous process.

The times and temperatures for the predrying of solder paste depend on the type of solder
paste used.

5.4 Soldering methods

There are several methods in use to solder devices onto the substrate. The list hereafter is not

exhaust

5.4.1

ive.

a) Vap

Solderir
used as
systems
and oth

Typical
b) Infrg

In the ré
heating

The he
surface
iS acces

The tern
convect
tempers

Warning:

exceed

Parame

—  time)

— mas

br undesirable effects.

bxamples of temperature/time profiles of the e

red reflow

hperature ~Of 9
on, is iI d. aturexmeasurements may be performed by measu

ture of a defipéd pradu s transported through the furnace.

— com

onent Qi7t3;

Dcess is
m. Both
e shock

and 3.

ergy for

material
rea that

on and
ring the

s, may

— substrate size;

— absorption coefficient of the surfaces;

— package density and shadowing;

— wavelength spectrum of the radiation source;

— ratio

Typical

of radiated and converted energy.

examples of temperature/time profiles of the entire process and the influencing
parameters are given in figure 4.
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c) Brasage par convection de gaz forcé
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Il s’agit d’'une méthode de brasage par refusion ou la plus grande partie de I'énergie de
chauffage du sous-ensemble est puisée dans la convection du gaz (air ou gaz inerte ou
mélange des deux). Une faible partie de I'énergie peut étre tirée du rayonnement infrarouge
direct, mais cette méthode est beaucoup moins sélective pour le composant et les propriétés
du substrat que celle du brasage infrarouge, et les conditions de brasage sont mieux définies.

d) Brasage par refusion a la plaque chaude

Il n'y a aucune classification de CMS pour ce processus a I’heure actuelle.

e) Brasage au laser

Il n'y a qucune classification de CMS pour ce processus a I’heure actuell

f) Bradage a la barre chaude

II s'agit| d'une méthode de brasage utilisant des outils a tem Slectrode
thermiqyie, barre chaude) pour effectuer des joints brasés. htion de
CMS pour ce processus a I’heure actuelle.

5.4.2 Meéthodes de brasage a la vague

En bras lsure en
fusion dont régénérées en continu, t3 dans un
sens donné sur la créte de la vague. losphére
inerte.

Des exgmples typiques de donnés
a la figure 5.

5.4.3

Fer & sd

Ce prod ns sont
choisieq pour ce
process

55 N

Si les suibstra ettoyés apres brasage, les méthodes suivantes peuvent étre appliquées:
— nettpyage liquide (liquide en ébullition ou avec agitation ultrasonique);

— nettoyage liquide (en bain plus vapeur);

— nettoyage par pulvérisation.

On doit éviter d'utiliser des produits de nettoyage interdits par le protocole de Montréal.

Les résonances apparaissant pendant

contraintes excessives sur les composants.

a) Liqu

ide

I'agitation ultrasonique

risquent d’entrainer des

Le substrat & nettoyer est plongé dans un agent de nettoyage. Pour plus de détails, voir le

tableau

2.
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c) Forced gas convection soldering

This is a reflow soldering method where the greatest part of the energy for heating the
assembly is derived from gas (air or inert gas or a mixture of both) convection. A minor part of
the energy may be derived from direct infrared radiation, but this method is much less selective

for the component and substrate properties than infrared soldering, and the soldering
conditions are better defined.

d) Hotplate reflow soldering
There is no SMD classification for this process at the moment.

e) Laser soldering

There i§ no SMD classification for this process at the moment (under co

f) Hot par soldering

This is making
soldered joints. There is no SMD classification for this process a

5.4.2 Wave soldering methods

In wave « vaves of
molten § @ are moved in one (lirection

Typical pxamples of temperature/time prof

5.4.3 Pther soldering methods

Iron solglering

This prqcess is diffi
in such [a way th

the moment (under’¢d

e shall be taken that the conditions are felected
here is no SMD classification for this prpcess at

55 C

— liqui

— liqui¢l (as_a-bath plys vapour);

— spraly. cleaning.

The cleaning materials prohibited by the Montreal protocol shall be avoided.
Resonances occurring during ultrasonic agitation may lead to an overstress for the components.
a) Liquid

The substrate to be cleaned is dipped in a cleaning agent. For details see table 2.
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b) Nettoyage du substrat par ultrasons

Les substrats sont placés dans un agent de nettoyage qui est agité par vibrations
ultrasoniques. Pour plus de détails, voir le tableau 2. La spécification particuliére applicable
peut indiguer si un composant est apte au nettoyage par ultrasons.

c) Vapeur

De la vapeur de nettoyage se condense sur le substrat. Pour plus de détails, voir le tableau 2.

d) Nettoyage par pulvérisation

Le liguide de nettoyage est pulvérisé sur le substrat. Pour plus de détails, voir le tableau 2.

5.6 Degpose et/ou remplacement des CMS

Le présent paragraphe décrit les processus qui peuvent étre utilis

endantJdaNdép se et le
rempladement des CMS.

Les étapes a suivre lors de cette opération sont les suivant

— enléevement du revétement conformé (si nécessaire
— nettpyage (si nécessaire);
— fluxgge (et éventuellement applicatig

— chauyffage des joints brasés au mo
gaz chaud ou autres moyens;

périphériques, diffyseur de

— dépgse du composant;
— nettgyage (si nécessairg
- ajou(t

— placement du nouve
- fluxage; Q
— braspage;

— nettgpyage (si

NOTE — e dépose
n’'affecte BUS.

5.7 C¢

Il est g gue la
précuisgon des composants. Si ce type de traitement particulier est nécessaire, il ¢loit étre

spécifié|paf le fabricant des composants. Des essais spéciaux sont en cours d’étude ¢lans les
groupe de—travait bUIICDpUIIdaIItD bhalgéb des composants: H—convient d’app“q,lel’ des
précautions d’ordre général contre la sensibilité électrique ou électrostatique pour les
dispositifs sensibles a I'électricité statique (ESD) et les matériaux d’emballage.

6 Conditions de référence
6.1 Processus de brasage, profils température/temps

Les figures ci-aprés sont destinées a fournir a l'utilisateur des CMS une base lui permettant
d’évaluer l'aptitude d'un composant donné a un processus de brasage donné.

Les figures 2 a 5 illustrent des profils température/temps des terminaisons du composant pour
cinqg processus de brasage communément utilisés; ces profils constituent la base de
classification donnée en 6.2. Le profil température/temps pour la surface du composant peut
étre différent.
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b) Ultrasonic substrate cleaning

Substrates are placed into a cleaning agent which is agitated by ultrasonic vibration. For details
see table 2. The relevant detail specifications may indicate whether a component is suitable for
ultrasonic cleaning.

c) Vapour

A cleaning vapour condenses on the substrate. For details see table 2.

d) Spray

Cleaning liquid is sprayed onto the substrate. For details see table 2.

5.6 Removal and/or replacement of SMDs

This sulbclause indicates the processes which can be used during th cement

of SMDs.

The steps to be followed in this operation are as follows:

— remgval of conformal coating (if necessary);
— cleaping (if necessary);
— fluxipg (and possibly application of sglder);

- hea?lng of the soldered joints us gas nozzle pr other

means;
— remgoval of the component;
— cleahing (if necessary);
— addition of solder paste
— plac|ng of the new ¢

— fluxipg;

— soldgring;
— clea

NOTE - A mpair the
reliability
57 Sp
Sometin ~ nts. The
need fof this jtype~of Special treatment shall be specified by the components manufacturer.

Special | tests are under consideration by relevant component working groups. |General
precautions—against—etectricalor—etectrostatic—sensitivity —shoutd—e—appted—with—respect to
electrostatically sensitive devices (ESDs) and packaging material.

6 Reference conditions

6.1 Soldering processes, temperature/time profiles

The following figures are intended to provide the user of SMDs with a basis for the evaluation
of the capability of a given component in a given soldering process.

Figures 2 to 5 show component terminal temperature/time profiles for five commonly used
soldering processes, which have been used as a basis for the classification in 6.2. The time/
temperature profile for the surface of the component may be different.


https://iecnorm.com/api/?name=1962e9ca6abedabd43c965905a2a9fe1

Température (°C)

Température (°C)

61760-1 © CEI:1998

- 28 —
300 -
250 A
215°C
200 A
1 180 °C
150
] 130 °C
Préchauffage externe \
100 °C
1 10] 8 i T T e e T
50 2 K/s max.
Préchauffage interne
1 (par vapeur secondaire) <\
.

50 100

250

IEC 11074/98

Refroidissement
forcé

50 J / Préchauffage interne
0 v - v . —
0 50 100 150 200 250
Temps (s)

Ligne continue: processus type
Ligne en pointillé: limites du processus

IEC 1 075/98

Figure 3 — Brasage en phase vapeur, systéme en ligne avec préchauffage —

Profil température/temps (température des terminaisons)
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Temperature (°C)

Temperature (°C)

300 -
250 A
215°C
200 A
1 180 °C
150 4
] 1%0°¢c Forced g
External preheating cooling g
o \
50 A 2 K/s max.
1 Internal preheating
| (by second vapour) <\
0 50 100 15 200 250
Time (s)
IEq 1074/98
preheating —
300 +
250 -
200 1./ O\ NN N0 /S N
X
130 Forced \ ™
Wreheating cooling
100 A IR 100°C “‘.
50 - Internal preheating
0 v - T - —
0 50 100 150 200 250

Time (s)
IEC 1075/98

Full line: typical process
Dotted line: process limits

Figure 3 — Vapour phase soldering, in-line system with preheating —
Temperature/time profile (terminal temperature)
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300
T

250 L Refusion

200 1

7 Ca60s>180°C
150 |

Température (°C)

Préchauffage

100 +

Typique -

50 -

La mesur
des dévial

nvection forcée de gaz —
des terminaisons)

Température (°C)

90 200 R10 220 230 240 250

IEC 1076/98

pareil étant utilisé refjuerraient

Temps (s)

Ligne continue: processus type
Ligne en pointillé: limites du processus

[¢] 10 20 30 40 S50 60 70 80 %0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

IEC 1077/98

Figure 5 — Brasage double vague — Profil température/temps (température des terminaisons)


https://iecnorm.com/api/?name=1962e9ca6abedabd43c965905a2a9fe1

61760-1 © IEC:1998 -31-

300
T

250 + Reflow

200 1

The size
preheatin

Temperature (°C)

Temperature (°C)

150 +

’

Ca.60s>180°C

100 +

50 -

Preheating

bf the board, differences in solder pa
) times and soldering peak temperat

Figure 4 — |

i i + + t + + i

90 200 R10 220 230 240 250
IEC 1 {76/98

iations in

50

-

e

-

.—"— Preheating

10

20 30 40 50 60

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Time (s) IEC 1077/98
Full line: typical process

Dotted line: process limits

Figure 5 — Double wave soldering — Temperature/time profile (terminal temperature)
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6.2 Classification

Les conditions de référence pour le brasage de 6.1 ont été utilisées pour la classification des
composants.

Le tableau 1 donne la classification des CMS selon I'aptitude du composant a supporter les
processus de brasage (de référence). La catégorie d'essai fait référence aux sévérités d’essai
déductibles, illustrées dans le tableau 3.

Tableau 1 — Classification des CMS en termes d'essais et de processus de brasage

Fal| D =i . Cat preaw— Ll
ctasse Processus-de-brasage Satégore-sessal
A Phase vapeur, infrarouge Y double vague, let2
convection de gaz forcé A (\
B Phase vapeur & \ \Z\
C Double vague, infrarouge b ( \ \ \\1 \
D Convection de gaz forcé \ \\ \ 3

Y En général, le brasage par infrarouge est couvert, a conditi

quue pendant
le brasage ne dépasse pas la capacité thermique du com tte catégorie. Pour Hes

pargameétres ayant une influence sur la température des cofmpo le brasage, voir 5.4.
2)

A\ ne pas appliquer consécutivement si ces essais(scm\t S mémes pieces.

6.3 Emsemble de référence des conditions\de\nettayage\de souys-ensemble

Tableau 2 — Pr Céd&d nettoyage de base

Process( /\\ \) Contijtions Liquide de nettoyage |
Liquide Rbu \4Q°C —}}{"0/4 min Eau

Avee agit °C — 40 °C/2 min Alcool isopropylique
Itrasonigu 1Q0W/I — 30 W/I (propane 201)
kHz — 40 kHz
< M\ \/\\/ 80 °C/30 s Alcool éthylique
\lev\e\&'QaM / 45 °C/16 bar Terpénes

Y Les n%ﬁé‘r'ra@\de\\ett age Yterdits par le protocole de Montréal doivent étre évités.

eut contenir différents additifs. Lorsque c'est possible,| I'alcool
onformément a 'amendement 1 de la CEI 60068-2-45.

Le liqui
isopropy

Les régsopances araissant pendant l'agitation ultrasonique risquent d'entraiper des
contraintesvexcessives sur les composants.

7 Essais

7.1 Généralités

Les méthodes d'essai données en 7.2 et suivants doivent étre spécifiées pour utilisation
lorsque le montage des composants en surface doit étre assuré, sauf indication contraire dans
la spécification générique ou la spécification intermédiaire applicable. Dans tous les cas, les
conditions d'essai données dans le tableau 1 pour la classification de CMS sont obligatoires.

Les spécifications applicables doivent énumérer les informations a fournir pour satisfaire aux
exigences de la présente norme.
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6.2 Classification

The reference soldering conditions in 6.1 were used to derive the classification for components.

Table 1 gives this SMD classification according to the ability of the component to withstand the
(reference) soldering processes. The test category refers to the deduced test severities shown
in table 3.

Table 1 — SMD classification related to tests and soldering processes

Class Soldering process Test category
A vapour phase, iTfrared 1\, aouplie wave, 10rced L Jz 2
gas convection ( d\
B Vapour phase \& ) (\
C Double wave, infrared *) \
D Forced gas convection ( \ \3 X
N

1 Generally, infrared soldering is covered provided that the t

not| beyond the thermal capability of the component verified
influencing the temperature of components during soldering, see

2)

ess dulng soldering is
. Fyr paramefers

Not to be applied in direct sequence if performed on the s@ part

"
6.3 Reference set of assembly cleaging \congdition

Table 2 — cleaning. precedures

%Q”*

Sb&{y \/\ 45 °C / 16 bar Terpenes

Y [The cleanin ma\gr\m@ ph)h\ib\%d_b{the Montreal protocol shall be avoided.

The cle
isopropy

Mons Cleaning liquid ]

Ligpid -)40 XC 4 80 °C /4 min Water

\25/"0 — 40 °C /2 min Isopropyl alcohol
10 W/l — 30 WI/I (propane 201)
25 kHz - 40 kHz

80°C/30s Ethyl alcohol

Marious additives. According to IEC 60068-2-45, amendment 1,

Resona ing during ultrasonic agitation may lead to an overstress for the compqgnents.

7 Tests

7.1 General

The test methods given in 7.2 and further in the text shall be specified for use where it is
required that the surface mounting application of components be assessed, unless otherwise
specified in the relevant generic specification or sectional specification. In any case, the test
conditions given in table 1 for the SMD classification are mandatory.

Relevant specifications shall list the information to be given to meet the requirements of this
standard.
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7.2 Brasage

Les équipements, les matériaux, les procédures et les critéres d'évaluation pour les essais de
brasage sont basés sur les méthodes d'essai données dans la CEl 60068-2-58. Les
paragraphes 7.2.1 a 7.2.4 de la présente norme contiennent, sur les points importants, des
déviations par rapport aux conditions et critéres d'essai de la CEl 60068-2-58, parce que,
comme expliqué dans l'introduction, il est nécessaire d’'avoir une classification des CMS selon
leur aptitude a supporter les différents procédés de brasage.

Les catégories d'essai relatives aux conditions d'essai pour les processus a simuler sont
données en 7.2.4. Une copie des chapitres applicables de la CElI 60068-2-58 comprenant en
détail les déviations de la présente norme est donnée en annexe A.

7.2.1 PBrasabilité

a) Vieillissement accéléré

Les congditions d'essai de vieillissement accéléré sont donné

Lorsqu'i
normale
étre effgctué selon lI'une des conditions suivantes:

Qps atmosphériques
essai de braspge doit

— stockage en chaleur séche, a 155/ ériaux a base de cpivre ou
alliage de cuivre (diffusion cuivre/2qne G lliqgue). (16 h sont sgécifiées
dang la CEIl 60068-2-20, mais 4h simylen CMS, l'exigence de la durée de
stockage de 12 mois);

— vieillissement a la vape sihitions (afin de simuler les prpcessus
d'oxydation).

NOTE — Non applicable pou

b) Mou

Utiliser fusion et I'évaluation des articles A.5 et A.6. Pour les
conditio les critéres d'acceptation, voir A.6.4.1.

c) Retrpi

Utiliser od&qu ba d'alliage en fusion et I'évaluation des articles A.5 et A.6. Pour les
conditio RRISTOMWVOM 7.2.4. Pour les critéres d'acceptation, voir A.6.4.2.

7.2.2 Résistance™aa chaleur de brasage

a) Equipement, matériau et conditions d'essai

Utiliser la méthode du bain d'alliage en fusion et I'évaluation des articles A.5 et A.6. Pour les
conditions d'immersion, voir 7.2.4.

b) Préconditionnement

Les composants sensibles au choc thermique doivent étre préconditionnés. Le précondi-
tionnement doit étre clairement indiqué dans les spécifications concernées.

7.2.3 Résistance a la dissolution de la métallisation

Utiliser la méthode du bain d'alliage en fusion et I'évaluation des articles A.5 et A.6. Pour les
conditions d'immersion, voir 7.2.4.
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7.2 Soldering

Equipment, materials, procedures and evaluation criteria for solderability tests are based on
test methods given in IEC 60068-2-58. Because, as explained in the introduction, there is a
need for a classification of SMDs according to their ability to withstand different soldering
processes, subclauses 7.2.1 to 7.2.4 of this standard contain deviations on important points
from the test conditions and criteria of IEC 60068-2-58.

Test categories related to test conditions for processes to be simulated are given in 7.2.4. A
copy of the relevant chapters of IEC 60068-2-58 including, in detail, the deviations of this
standard is given in annex A.

7.2.1 PBolderability

a) Acceglerated ageing

Test comnditions for accelerated ageing are given in [IEC 60068-2-

mum of
e of the

When s
12 mon
following conditions:

— dry jiffusion
copq simulate
bette

— steam ageing for 4 h for other finishes_(tosim
NOTE — Not applicable for just-in-time supplies
b) Wetfing

Use sol@ler bath metho aluses/A.5 and A.6. For immersion conditipns, see

7.2.4. Fpr acceptapce
c) Dewetting @

Use sol of clauses A.5 and A.6. For immersion conditipns, see
7.24.F 6.4.2.

7.2.2

a) Equ

Use solfler. bath methdd and evaluation of clauses A.5 and A.6. For immersion conditipns, see
7.2.4.

b) Preconditioning

Components sensitive to thermal shock shall be preconditioned. This conditioning shall be
clearly defined in the relevant specifications.

7.2.3 Resistance to dissolution of metallization

Use solder bath method and evaluation of clauses A.5 and A.6. For immersion conditions, see
7.2.4,
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7.2.4 Conditions d'immersion
a) Résistance a la chaleur de brasage

Tableau 3 — Conditions d’'immersion selon les processus a simuler

Catégorie d'essai Conditions d’immersion Processus simulé
°C S
1 260 + 5 10+ 1 Double vague (infrarouge)
2 215+ 3 40+ 1 Phase vapeur
3 235+ 5 101 Convectiqﬁ de gaz forcé
Y |pour le processus par infrarouge, voir le tableau 1. A(\\

b) Bradabilité et résistance a la dissolution de la métallisation

Tablequ 4 — Conditions d'immersion pour la brasabilité (modi refrait de mouillage)

et la dissolution de la mét;i—ﬁ‘s*artio\

Rropriétés soumises Conditions d’immersién (7 Wus simulé
A l'essai oc /\( \\/s/ /\ \5
Moliillage 235&5 Qz + &\2 N )\ Vague

215 + +0.3~—" | Infrarouge
Phase vapeur
Convection de gaz forcé

Refrait de mouillage 260~ \) +0,5 Infrarouge
Phase vapeur

Vague

Convection de gaz forcé

Résgistance a@ \/\ \) 30+1 Y Tous les procédés 2)
disgolution de
mélallisation ¥ /\

b eut pre crire un degré moindre de résistance a la dissolution| en
1 ou 20 s.

prégi
2)

% : i licabfe doit étre effectuée sur les terminaisons du composant.

73 R asista\eauM mécaniques

7.3.1 Forces de préhension et de placement

Essai a I'étude afin de vérifier les prescriptions de 4.5.

7.3.2 Essai de flexion du substrat

Utiliser la CEI 60068-2-21, amendement 2.

7.3.3 Essai de cisaillement

Utiliser la CEl 60068-2-21, amendement 2.
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7.2.4

a) Resistance to soldering heat

Immersion conditions

- 37—

Table 3 — Immersion conditions related to processes to be simulated

Test category

Immersion conditions

Simulated process

oc s
1 260 £5 101 Double wave (infrared) b
2 215+ 3 40+ 1 Vapour phase

3 235 +5 10+1 Forced/qa&convectio

1)

FFor infrared soldering, see table 1.

A

b) Solderability and resistance to dissolution of metallization

Tablg 4 — Immersion conditions for solderability (wetting a

of metallization

n@ng d\diss on

Property tested

Immersion conditio

S\ir71>ated process

N

c 5 C
Wetting 235 £ 5"\ 2\ > 2 iK),z( . fWave
215 + 3+ 03 Infrared

Vapour phase
Forced gas convectio

Dewetting 260 + + 9,5 Infrared
Vapour phase
Wave

N

Forced gas convectio

of metallizatio

Redistance to dissoluQn

TN

All processes 2)

Y The relevarM i

imnpersion time of L0 s
2) ¢

3)-|

prescribe

lower grade of resistance to dissolution by specifying an

7.3 R

7.3.1

Test un@let,consideration to verify the requirements of 4.5.

7.3.2

Substrate bending test

Use IEC 60068-2-21, amendment 2.

7.3.3 Shear test

Use IEC 60068-2-21, amendment 2.
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7.4 Résistance au solvant de nettoyage

Les composants doivent étre soumis a l'essai XA de la CEl 60068-2-45 en appliquant les
conditions détaillées données ci-dessous.

7.4.1

a) Solvant a utiliser:

Résistance du composant au solvant de nettoyage

voir 3.1.2 de la CEIl 60068-2-45; alcool isopropylique recommandé.

b) Température du solvant: (23 + 5) °C, sauf indication contraire dans la spécification

applicable.
c) Epreuve: méthode 2 (sans frottement);
d) Durée de reprise: 48 h, sauf indication contraire dans la spéciication particlliére.
7.4.2 Résistance du marquage au solvant de nettoyage

a) Solv

b) Température du solvant: (23 = 5) °C, sauf indicati§

c) Eprs
d) Matg
e) Duré

Aant a utiliser:

uve:

e de reprise:

riau de frottement:

voir 3.1.2 de la CEI 60068-2-45, alcool isopkgpyliq mandé.
ification
applicable.

ification
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7.4 Resistance to cleaning solvent

The components shall be subjected to test XA of IEC 60068-2-45, with the details given hereafter.
7.4.1 Component resistance to cleaning solvent

a) Solvent to be used: see 3.1.2. of IEC 60068-2-45; isopropyl alcohol recommended.
b) Solvent temperature: (23 +5) °C, unless otherwise stated in the relevant specification.
c) Conditioning: method 2 (without rubbing).

d) Recovery time: 48 h, unless otherwise stated in the detail specification.

7.4.2 Marking resistance to cleaning solvent

a) Solvient to be used: see 3.1.2 of IEC 60068-2-45; isopropyl al

b) Solvent temperature: (23 +5) °C, unless otherwise stated in ion.
c) Condgitioning: method 1 (with rubbing).

d) Rubping material: cotton wool.

e) Recopvery time: not applicable, unless othe getail specification.

W
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Annexe A
(normative)

Méthodes d’essai de brasage

Le texte de la présente annexe est essentiellement une reproduction des chapitres applicables
de la CEI 60068-2-58.

Toute dérogation par rapport & la CEl 60068-2-58 est indiquée par soulignement du texte
correspondant.

A.1 Opijet
Fournir [une procédure normalisée afin de déterminer la brasabjli i ,}e a la
dissolut|on de la métallisation et la résistance a la chaleur de bxasage montés

en surface (CMS) (appelés ci-aprés spécimens). La procedure utiliSe\wun i iage en
fusion €t est applicable uniguement aux spécimens congus Fsion de
courte durée dans un bain d’alliage en fusion.

A.2 Description générale

Apres a pécinen est\mm
de lalli
résistan
effectud

sontal

Voir été plongé dans le flux, le gé dans le bain ou posé a la| surface

aldation de la brasabilit¢, de la
gsistance a la chaleur de bragsage est
gvaluation de la qualité du [prasage

La prés

A3 D

Les ternpes utiliség Arale ‘ -2-58.

A4 P

A.4.1 On doit
veiller 3 il.-ne puisse pas étre contaminé par contact avec les doigts ou de toute autre
maniére.

A.4.2

A.4.3 Pour le préconditionnement, voir 7.2.2 b).

A.5 Equipement et matériaux
A.5.1 Bain d’alliage
Pour assurer la corrélation entre les diverses méthodes d’essai, la composition, en masse, du

bain d'alliage en fusion doit étre de 60 % d’étain et 40 % de plomb conformément a I'annexe B
de la CEI 60068-2-20.
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Annex A
(normative)

Test methods for soldering

The text of this annex is basically a reproduction of the relevant chapters of IEC 60068-2-58.

Any deviations from IEC 60068-2-58 are indicated by underlining.

A.1 Opiject

ution of
Peinafter
only to

To prov
metalliz
referred
specimg

A2 G
After immersion in flux the specimen is immersed in r under
specifie ion and

resistan of the
guality

A.3 Degfinitions

The terms used af genw

A.4 Pfeconditiony

8-2-58.

A4l that no

contaminati

A.4.2 &ed ageing, see 7.2.1 a).

A.4.3 -orpreﬁmﬂt&mq see 7.2.2 bh).

A.5 Equipment and materials

A.5.1 Solder

To provide correlation between the various test methods, the solder composition shall be 60 %
tin, 40 % lead by mass, according to annex B of IEC 60068-2-20.
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A.5.2 Flux

Le flux non activé conforme aux prescriptions de 4.6.2 ou 6.6.1 de la CEl 60068-2-20 doit étre
utilisé.

A.5.3 Bain d’alliage en fusion

Les dimensions du bain d’alliage en fusion doivent satisfaire aux prescriptions de 4.6.1 de la
CEIl 60068-2-20.

A.6 Procédure

Des spdcimens différents doivent étre utilisés pour chaque essai.

A.6.1 FKixation du spécimen

Le spé¢imen doit étre maintenu au moyen d'une petite pin comme
illustré ¢n figure A.1. Les méchoires de la pince ne doivent hct avec
les zongs a examiner. Le spécimen doit étre maintenu par | aration de
fluxage let pendant I'immersion dans le bain d’alliage 0 r Couverts
par la figure A.1 ou des composants fabriqués emmnsm\){es a la pregsion, la

spécifiction correspondante doit indiquer les inform&{io/rﬁs}apphbgble&/

A.6.2 FKluxage

Le spéc men doit étre complétement imm rgé dans.Jeflux etretiré lentement. Toute gputte de

A.6.3 Immersion dans leNain

Pour le préchauffage,

Durée (@7

OIR7R R b).

A.6.3.1

La duré ersion doivent étre choisies a partir des tableaux 3 et #1.

La pelli ¢ du bain d’alliage en fusion doit étre retirée juste avant
'immergi ion doit étre de 25 mm/s £ 2,5 mm/s. Le temps de maintien en
immersifg dans le tableau 4.
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A.5.2 Flux

The non-active flux according to the requirements of 4.6.2 or 6.6.1 of IEC 60068-2-20 shall be

used.

A.5.3 Solder bath

The solder bath dimensions shall comply with the requirements of 4.6.1 of IEC 60068-2-20.

A.6 Procedure

Separat Dpcb;lllcllb shat-bedsedforeachtest

A.6.1 Clamping

The spdcimen shall be placed in a small stainless steel clip as part of
the clip [jaws shall make contact with the areas to be examine main in
the clip| while being fluxed and dipped in solder. For component packa ered by
figure Al1 or components made of pressure-sensitive matgrial thia_rélevant Specification shall
give the|appropriate information. N\

A.6.2 [Fluxing

The spegcimen shall be completely im

excess

A.6.3 $older immersion

For preheating, see 7.2.29).

lux shall be removed by contact

A.6.3.1

The dur

The oxi
immersi
immersi

Duration and

ation an

ftkdrawn slowly. Any drops of

before
at full
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I‘I[‘II‘}\H/{_IFH‘I
v

7
/777277227

IEC 1 078/98

exsion pour I'essai de brasabilité

A.6.3.2

Deux at

Attitude es a au
moins 2 hde que
nécessgire ¥ our des
compos ilsNde sorties. Pour les dispositifs multibroches, un trempage vertical est
nécessgire pouréyiterJe chevauchement de I'alliage.

Attitude ' B=peureerairs—spéeimens—{roir-A-83-e)te-spéeirmenpeutetre-posea-ta—sutface du

bain d’alliage en fusion, uniquement lorsqu’il s’agit de vérifier la résistance a la chaleur de
brasage. Pour les essais de résistance a la chaleur de brasage, les spécimens peuvent étre
soit posés sur la surface de l'alliage en fusion soit totalement immergés, selon ce qui est
spécifié dans la spécification applicable.

Si la spécification applicable ne mentionne pas l'attitude, I'attitude A doit étre adoptée.
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I‘I[‘II‘}\H/{_IFH‘I
v

A.6.3.2

Two attifudes of immersi

Attitude
2mmb

with the|[sga
devicesfa

Attitude
only wh

specimg

. Terminations to be examined

Solder bath

IEC 1078/98

or solderability testing

, the“areas to be examined shall be immersed not |g
(but not to a greater depth than necessary, see fig

B: forscertain §pecimens (see A.8.3 c)) the specimen may be floated on the so
emn ,testing™¥ésistance to soldering heat. For resistance to soldering heg

ss than
lire A.1)
multipin

der, but
t tests,
cified in

ns¥may be either floated on the solder or totally immersed, whichever is spe

the relevant specification.

If the relevant specification does not mention the attitude, attitude A shall be adopted.
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A.6.4 Evaluation

Dans les 60 min qui suivent le retrait du spécimen du bain d'alliage et aprés l'avoir laissé
refroidir, les résidus de flux doivent étre éliminés au moyen d’un solvant approprié._Les figures
A.2 a A5 illustrent les connexions de sortie les plus communément utilisées ainsi que les

zones a examiner apres le mouillage, le démouillage et la dissolution de la métallisation.

A.6.4.1

Mouillage

Le mouillage doit étre évalué visuellement, sous une source lumineuse appropriée, au moyen

d’'un_microscope binoculaire d’'un grossissement de x10 a x25. Le mouillage est acceptable

lorsqu’au_moins 95 % de la surface des connexions de sortie a évaluer est couverte d’une

couche

de brasage lisse et brillante.

A.6.4.2

Les crit
immersi

sous unle source de lumiére appropriée, a l'aide d’'un micr

grossiss
des tern

Retrait de mouillage
bres de mouillage décrits en A.6.4.1 ci-dessus doiven mt apres
bn a 260 °C. Le démouillage doit étre évalué visuellemeRt. Le effectué

aine de
la zone

Ninaisons a évaluer.

A.6.4.3

Avant e
spécimed

Résistance a la chaleur de brasage

aprés un essai de résistance\a la S paramétres électri

gues du

n_doivent étre _mesurés et le éci

spécific

A.6.4.4

htion applicable.

Résistance a la di i i e cas échéant)

a) Auctine des zones
la syrface totade d

lors de I'immersion ne doit excéde
iner, et 'ensemble de ces zones ne

dépgsser 10 ladsurface totale de la términaison & examiner.

b) Lors
adjaq

totalg.

ue la métalli
entes, la i [lisation des bords ne doit pas dépasser 10 % de leur |

ellement conformémeént a la

5% de
Hoit pas

surfaces
pngueur
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A.6.4 Evaluation

Within 60 min of removal from the bath and after the specimen has been allowed to cool, flux
residues shall be removed with a suitable solvent. Figures A.2 to A.5 illustrate the most usual

terminations _and show areas to _be examined after wetting, dewetting and dissolution of

metallization.

A.6.4.1 Wetting

The wetting shall be assessed visually under adequate lighting with a binocular microscope of

magnification ranging from x10 to x25. The wetting is acceptable when at least 95 % of the

termination area to be judged is covered with smooth and bright solder.

A.6.4.2 | Dewetting

The criferia for wetting described in A.6.4.1 shall apply also aft
dewetting shall be assessed visually. Inspection shall be carri
with the| assistance of a binocular microscope of magnificatior\in th

x25. Deetted areas shall not exceed 5 % of the termination‘akea\to kel

A.6.4.3 | Resistance to soldering heat

Before fnd after a test for resistance to sold

RC. The
lighting
K10 and

of the

specimdn _shall be measured and the speci
relevanf specification.

A.6.4.4 | Resistance to dissolution of

a) Areds where metallizagion is |
totall termination areaNo b

b) Whefe metallizing
metajlization @e

10 % of their total length.

all not individually exceed 5
wely shall not exceed 10 % of the total

over the edges onto adjacent surfaces

ith the

o of the

loss of
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